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建设单位

名称 
中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 

建设单位

地址 
上海市浦东新区张江路 18号 

联系人 王敏 

项目名称 
中芯国际集成电路制造（上海）有限公司 0.15 微米 BCD

工艺研发及产业化项目 

项目简介 

中芯国际集成电路制造（上海）有限公司（以下简

称中芯上海）是中芯国际集成电路制造有限公司（以下

简称中芯国际）于 2000 年 12 月在上海设立的外商独资

子公司，厂址位于上海市浦东新区张江高科技园集成电

路产业园区张江路 18号。公司成立至今累计投资额约 52

亿美元，经过多期项目建设，目前拥有国内规模最大的 8

英寸晶圆厂和技术最先进的 12英寸晶圆厂，月产能折合

8英寸约 16.5 万片。 

BCD 工艺是一种先进的单片集成工艺技术，目前广泛

应用于消费电子、工业控制等领域的电源管理及数字模

拟转换。目前，BCD 工艺朝着高压、高功率、高密度三个

方向发展，而其中 LDMOS 作为此类电路的核心器件，占

据整个芯片面积的 1/3-2/3，是整个电源模拟集成电路的

关键。本项目旨在现有成熟的 0.15μm 逻辑以及混合信号

工艺制程基础上，不增加光罩成本及工艺复杂度，通过

优化核心器件 LDMOS，减小 LDMOS 的导通电阻，从而缩小

芯片面积，实现产品市场竞争力的提升。 

本项目在已建厂房内新增设备进行 BCD 工艺芯片量

产。本项目 BCD 工艺芯片制程为 0.15μm、硅片尺寸为 8



英寸，是对企业现有 8 英寸芯片生产线的扩产。本项目

达产后，企业 8英寸对芯片总产能将由现有的 11.5 万片

/月提升至 12 万片/月。本项目的建设有助于提升国内集

成电路工艺水平，缩短与国际先进企业的差距，推动产

业链上下游的协同发展，带来良好的社会和经济效益。 

本项目于2019年 8月建成，2019年 9月投入试运行。 

建设项目

存在的职

业病危害

因素 

存在的主要职业

病危害因素 

高频电磁场、紫外辐射、一氧化碳、

氨、异丙醇、氟化物、过氧化氢、硫

酸、砷化氢、氟化氢、磷化氢、六氟

化硫、三氟化硼、乙硼烷、氟气、氩

气、氖气、氢气、氮气、丙二醇一甲

醚、丙二醇一甲醚乙酸酯、4-甲基鞍

(DEV)、六甲基二硅烷、三唑甲基苯、 

二铵盐、氢气、六氟乙烷、一氧化二

氮、甲硅烷、六氟-2-丁炔、三氟甲烷、

八氟环丁烷、四氟化碳、二氟甲烷、

氟化铵、邻苯二酚、N-甲基-2-砒咯酮、

三氟化氮、六氟化钨、四氟化硅、乳

酸乙酯、乙酸戊酯、磷酸甲基酯、乙

酸丁酯等 

检测结果 

检测 

因素 

检测 

岗位 

合格 

岗位 

合格率 

（%） 

一氧化碳 1 1 100 

氨 1 1 100 

异丙醇 2 2 100 

氟化物 4 4 100 

过氧化氢 1 1 100 

硫酸 1 1 100 

砷化氢 4 4 100 

氟化氢 1 1 100 

磷化氢 4 4 100 

六氟化硫 1 1 100 

三氟化硼 4 4 100 

现场调查专业技 杨琦、杨明进 



术人员名单 

现场调查时间 2019.10 

现场采样、检测专

业技术人员名单 
杨文刚 

现场采样、检测时

间 
2019.11.19-2019.11.21 

建设单位陪同人  

评价结论

与建议 

本项目在生产过程中主要涉及的职业病危害因素为

高频电磁场、紫外辐射、一氧化碳、氨、异丙醇、氟化

物、过氧化氢、硫酸、砷化氢、氟化氢、磷化氢、六氟

化硫、三氟化硼、乙硼烷、氟气、氩气、氖气、氢气、

氮气、丙二醇一甲醚、丙二醇一甲醚乙酸酯、4-甲基鞍

(DEV)、六甲基二硅烷、三唑甲基苯、 二铵盐、氢气、

六氟乙烷、一氧化二氮、甲硅烷、六氟-2-丁炔、三氟甲

烷、八氟环丁烷、四氟化碳、二氟甲烷、氟化铵、邻苯

二酚、N-甲基-2-砒咯酮、三氟化氮、六氟化钨、四氟化

硅、乳酸乙酯、乙酸戊酯、磷酸甲基酯、乙酸丁酯等。 

根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012

年版）》（安监总安健〔2012〕73 号）规定，本项目行业

分类属于第二十六项“计算机、通信和其他电子设备制

造业--集成电路制造”，职业病危害风险分类为“职业病

危害较重”的建设项目。 

本项目针对产生职业病危害因素的环节采取了相应

的防护措施，改善了作业环境,结合用人单位提供的项目

基础资料，通过现场调查、检测和评价，得出以下评价

结论： 

1）职业病危害因素及其接触水平：本次对本项目产

生的主要职业病危害因素进行检测，本次各个检测点的

各项职业危害因素浓（强）度均符合国家职业卫生标准。 



2）职业病危害防护措施：本工程结合生产工艺采取

了防毒等职业病危害防护措施，职业病防护设施与产生

职业病危害的岗位相匹配、形式适宜、运转良好，控制

效果合格。 

3）个人使用的职业病防护用品：该公司为接触职业

病危害因素的作业人员配备了有效的个人防护用品，符

合《用人单位劳动防护用品管理规范》（安监总厅安健

〔2015〕124 号）、《呼吸防护用品的选择、使用及维护》

（ GB/T18664 ）、《 个 体 防 护 装 备 配 备 基 本 要 求 》

（GB/T29510）等规范、标准的要求，并且现场操作者能

自觉、正确使用各类个人防护品。 

4）本项目作业场所的新风量的参数符合《工业建筑

供暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-20015）和《工

业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）等相关要求。各场

所 的 照 度 检 测 值 符 合 《 建 筑 照 明 设 计 标 准 》

（GB50034-2013）的相关要求。 

5）现场调查，原有辅助卫生用室配置合理，数量足

够，符合《工业企业设计卫生标准》（GBZ1－2010）的相

关规定。 

6）总体布局和设备布局：本项目主要生产工艺先进，

所选生产设备技术先进、自动化程度较高，各工序作业

区域相对分隔，生产工艺先进性及设备布局符合《工业

企业设计卫生标准》（GBZ1－2010）及《生产设备安全卫

生设计总则》（GB5083-1999）、《生产过程安全卫生要求

总则》（GB/T12801-2008）、《电子工业防尘防毒技术规范》

（WS701-2008）、《电子工业职业安全卫生设计规范》

（GB50523-2010）、《电子工业洁净厂房设计规范》



（GB50472-2008）等相关要求。 

7）职业卫生管理：由工业安全卫生环保科专职人员

负责职业卫生管理工作，制定了各项职业卫生规章制度、

职业病防治规划和实施方案，并按照规章制度执行，符

合《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产

监督管理总局令〔2012〕第 47 号)等相关要求。 

8）职业健康监护：有较详细的职业健康监护制度，

建立有职工的职业健康监护档案。接触有毒有害作业人

员体检率达 100%，检查项目符合《职业健康监护技术规

范》（GBZ188-2014）。 

9）警示标识：现场检查，本项目部分工作场所设置

了职业病危害警示标识，经现场专家评审会提出整改意

见后，增加了现场职业病危害警示标识，符合《工作场

所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）的相关要求。 

10）该建设单位已建立职业病危害应急救援预案，配

备了急救箱、应急洗眼装置等急救用品，设置了泄漏检

测报警装置、泄险沟、泄漏处理备件等设施、设备，符

合《工业企业设计卫生标准》（GBZ1－2010）、《电子工业

防尘防毒技术规范》（WS701-2008）、《电子工业洁净厂房

设计规范》（GB50472-2008）等相关要求。 

综上所述，本项目职业病危害防护措施目前均符合

国家有关职业卫生法律、法规、标准、规范的要求，可

以申请竣工验收。 

如能在正式运行过程中落实本报告提出的建议，建

立健全各项职业卫生规章制度并严格执行，则正常运行

时可以符合国家有关职业卫生法律、法规、标准、规范

的要求，控制工作场所职业病危害、达到保护作业人员



健康的目的。 

技术审查

专家组评

审意见 

见附件 



附件 1：专家评审意见 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


